（V050）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	终端V050-0001
	1-5
	20210427
	105-3950-R13陈素华2021-01-29US0003--V050民品顾客质量要求评审表

	GY1(D)
	周期
	20181110
	V05020181028

	Gy3,4cam3
	打叉
	20180308
	V05020180210

	预审部分2
	无需确认ET章
	20170313
	V05020170319

	FPC
	销售模板
	20160720
	V05020160727

	CAM2
	Erp备注
	20160701
	V05020160636

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
A） V050的新单UL标记全部加我厂的全套UL标记，不再添加客户的UL标记；当客户订单中有要求加其他UL标记时，销售会识别并给出处理方法给到工程，若销售未给出处理方法，请与销售确认；
B） 客户文件或订单信息上没有特别要求加无铅标记的，请不要加无铅标记，工卡也不要备注ROHS环保要求；包括有ROHS要求，没有要求加无铅标记的也不要加无铅标记；

C) 客户电测完成后盖电测印，客户没有要求的情况下，电测印章必须加在TOP面（顶层）,同时电测章不允许阻焊开窗。（注意：客户提供的说明文件中有特殊说明时，需要按客户的特殊说明：如，不允许加电测章，电测章需要盖在底层等）
D) 关于周期（date code）,顾客没有明确周期格式时，需要与顾客明确周期格式为WWYY还是YYWW？，包括确认周期的位置
2. 线路、表面工艺：
此客户的水金，沉金，金手指板的金厚必须达到IPC 2级标准，具体数值为：
A） 水金板金厚：不小于0.025UM；

B） 沉金板金厚：不小于0.05um；

C） 金手指金厚：不小于0.8um；
3. 孔径公差：
无要求时，孔径公差按+/-3mil,大于6.3mm孔径公差按+/-4mil控制

4. 过孔处理：
无要求时，双面盖油过孔，按塞孔制作；其他过孔按GERBER文件

5. 其他：

1） 对于IPC 三级标准的板子一定要每个拼版加A/B测试条，并随板一起发, CAM在ERP终检工序备注，A/B测试条单独包装，随货一起交给顾客；

2） 工卡需备注：

A） 做离子污染度测试且提供离子污染度测试报告；

B） 出货时提供板材及油墨附合ROHS标准的证书；

3） 顾客要求树脂塞孔或我公司工程确认时建议顾客树脂塞孔的订单：

C） 请工程发EQ与顾客确认树脂塞孔后其表面是否需要镀铜；

D） 非导电树脂塞孔表面不镀铜要求的订单，工程CAM按技术中心提供的具体做法制作：即所有的树脂钻孔孔径统一按0.35MM，外层菲林上比树脂塞孔孔径整体缩小6MIL掏暴光点（正片流程）；
预审部分：
1. 客户在其每一个F0081.xls里写到的 Absolute Minimum Copper in Plated Hole .0010 inch,or .0012,没有括号注明是IPC三级标准还是IPC二级标准,都请按最小单点0.001 inch或0.0012 inch来制作；
2. 关于电测章加法、周期格式和位置、阻焊颜色每个订单均不同，请预审对应查看客户EXECL第51点 、26点和23点说明以及客户Gerber文件中要求并指示给CAM；顾客板厚测量方法在EXECL第15点 ，如下图示红色圈内（如果客户要求加盖“ET”电测章时， 直接可更改为”E”或“T”字章，不用再与顾客EQ确认）：
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CAM部分：
1. 未经顾客同意，不允许板尖角修改为圆角；
2.CAM在AOI工序备注:不允许补线;在电测工序备注: 发现短路不允许修理
3.打叉板要求：
	Set中unit数
	允许打叉数

	1-4
	0

	6-12
	1

	≥14
	2

	打叉板数不超过交货数的5%


V050终端客户（Fireye）增加要求如下：终端顾客代码：V050-0001
1.板厚：无要求时板厚为1.57mm（62mil）+/-0.178mm（7mil）

2.铜厚：无要求时刚性板内外层基铜为2OZ
3.表面处理：金手指金厚：最小0.38μm，镍厚：最小0.89μm
4.标记：①无要求时添加我司全套标记（UL+FP logo），周期，图纸版本号（图纸更改字母）以及图纸上的零件编号（如果图纸上有零件编号时才添加编号）。识别方式如下图所示（红色圈中位置），在图纸右下角可找到。
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②图纸版本号和零件编号要添加在板子的同一侧（相邻位置）。

5.翘曲度：翘曲度≤1%
FPC部分
1.工程确认问题汇总：       
[image: image3.emf]v050 questions  .xls


2. (1)销售模板有材料要求并已经确认（备注如：THINFLEX PI, 已经确认）,如果制板说明材料与此有矛盾的直接按按此材料进行处理；
   (2)若销售模板有材料要求而无确认（备注如：THINFLEX PI），而与文件说明或者阻抗等设计要求有冲突的时， 则预审需要跟客户确认用哪种材料并反馈给销售端
_1508844561.xls
问题(question)

																																																														拼板		尺寸		标记		射频板		单板		背板F		扣板B		柔性板		公差		翘曲度		变形量		其他

		FAQ from FP														Customer answers																																														直角		圆角		塞孔		花盘		隔离盘		过孔		其他

		No
*		Types of Problems		Problem Description		Attachments		Recommendation,suggestion				Attachments		Pls choose one option		Comments		Attachment		Answer by		Date
YYYY-MM-DD																																						单端阻抗		差分阻抗		铜厚		线宽		线距		叠层		内层		外层		介质		介电常数		其他

		1		叠层		当客户提供了叠层时，工程设计的叠层与客户的保持一致时是否需要重新确认？		refer to your P/N：CPU MOD PROG ADAPTER REV -		A		.快捷设计叠层与顾客提供的一致时，不用确认.				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		2		断线头		文件中设计没有明显开短路的断线头是否需确认？		图1(fig1)'		A		无明显开短路的断线走按文件制作，不用确认				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		3		补强上钻孔		补强钻孔处理规则：                                               1、原始文件无要求时，补强上钻孔按比基材钻孔大单边8mil处理；                                                        2、补强孔＞产品孔孔单边超过8mil且＜焊盘时，允许缩小补强比基材上钻孔大单边8mil处理，因补强孔＞产品孔单边超过8mil且＜焊盘时，会有焊盘凹陷的风险和FR-4补强分层风险；                                                    3、补强钻孔比焊盘大＜单边6mil时，加大补强钻孔满足，防止对位偏差补强盖住焊盘；		refer to your P/N：6305-1300168-101 REV A		A		补强上的钻孔允许按建议的方式处理；				Reject all		客户设计补强上的钻孔不符快捷要求时需提出确认！				Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		4		补强		为了防止手指或焊盘断裂，若文件中设计的补强未覆盖手指或焊盘达到0.5mm时，是否可以直接扩大补强，使用补强覆盖手指或焊盘达到0.5mm?		refer to your P/N：FTFXR2 REV 2-W		A		允许扩大补强，保证焊盘到补强的距离达到0.5mm				Reject all		若有此问题时需提出跟客户确认！																0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		5		削铜		为了避免激光外形后板边残留碳粉，引起板子产生短路风险，金手指顶部是否允许以外形中心向板内削铜8mil处理？				A		金手指顶部离外形边框太近时，允许以外形中心向板内削铜8mil；				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		6		3M胶		有3M胶设计的订单，3M胶超出或和外形平齐时，在激光外形后板边会残留激光碳黑，是否接受？		refer to your P/N：P2086-DL-003_004 V0.2		A		接受3M胶板边残留激光碳黑				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		7		电磁波屏蔽膜		若文件中设计的电磁波屏蔽时，而电磁波避开焊盘间距不足0.5mm时，是否可以直接缩小电磁波屏蔽膜?		refer to your P/N：IMT-5-ME-0017-1(MEMBER) REV C		A		电磁波屏蔽膜按避开补强或开窗焊盘0.5mm设计；				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		8		叉板		拼板交货的订单，打叉板是否可以按我司打叉板方案处理？		图2(fig2)'		A		叉板要求不符合快捷能力时，以快捷叉板方案为准；						按客户要求控制叉板，若无法满足时，需确认				Paul Tome		11/2/15

										B						Reject all

										C

		9		邮票孔		柔性区域和PI补强区域无法钻邮票孔，当柔性区域或PI补强区域设计了邮票孔时，是否可以直接删除？		refer to your P/N：Flex Simple REV 1		A		柔性区域或PI补强区域有邮票孔时删除；				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		10		覆盖膜		焊盘位置贴覆盖膜时，且开窗焊盘间距不足20mil时，覆盖膜是否允许开通窗？		refer to your P/N：FTFXR2 REV 2-W		A		焊盘间距不足20mil时，覆盖膜允许开通窗；				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0

		11		电测章		通常柔性板子尺寸设计较小，我司的电测章最小尺寸为5*5mm，若单元板没有5*5mm的空白区域时，是否可以优先将电测章加在工艺边上，无工艺边的订单则不加？				A		板内没有5*5mm的空白区域时，优先加电测章于工艺边上，无工艺边时不加电测章；				A						Paul Tome		11/2/15										0		0		0		0

										B																								0		0		0		0

										C																								0		0		0		0
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x-out ability of our factory

3 / layers (in unit, no percentage of total amount)
4 2-5l1/set 6-10U/set | 11-20U/set | >200/set
. 1-2 layers at least 1 x-out 30% 25% 20%
3-6 layers at least 1 x-out 35% 30% 25%
6 flex board
>6 layers 3 x-out per set or
(difficulty for | more (at least 2 x- |  40% 35% 30%
7 manufacture) out per set)
3-6 layers at least 1 x-out 35% 30% 25%
7-9 layers at least 1 x-out 40% 35% 30%
9 rigid-flex board
>10 layers 3 x-out per set or
(difficulty for | more (at least 2 x- |  45% 40% 35%
manufacture) out per set)

10
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